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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベースバンド信号をＲＦ信号に変調する変調回路部と、ＲＦ信号をベースバンド信号に
復調する復調回路部とを有するＩＣが実装された基板を備えるモジュールにおいて、
　前記基板は、上面側に前記ＩＣが配置された第１の配線層と、前記第１の配線層の下面
側に配置された第２の配線層と、前記第１の配線層と前記第２の配線層との間に配置され
た絶縁体層とを含み、
　前記第１の配線層には、ベースバンド信号用配線パターンが設けられ、前記第２の配線
層には、ＲＦ信号用配線パターンが設けられて、前記絶縁体層の一方の面には、ほぼ全面
に渡る平板状の接地電極パターンが設けられており、
　前記第２の配線層には、前記ＲＦ信号用配線パターンにより少なくともバランが形成さ
れ、前記バランを形成する前記ＲＦ信号用配線パターンの少なくとも一部は、上面視で前
記ＩＣのＲＦ端子と前記バランの平衡側端子とを電気的に接続する接続配線を囲んで前記
第２の配線層の上面側に形成されるとともに、整合回路がさらに設けられ、前記整合回路
は、上面視において前記バランを形成する前記ＲＦ信号用配線パターンに囲まれて配置さ
れており、
　前記ＲＦ端子と前記平衡側端子とは前記整合回路を介して前記接続配線により接続され
ていることを特徴とするモジュール。
【請求項２】
　前記第２の配線層の上面側に前記接続配線を囲んで形成される前記バランの前記ＲＦ信
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号用配線パターンは、前記バランの平衡側配線パターンであることを特徴とする請求項１
に記載のモジュール。
【請求項３】
　前記ＲＦ信号用配線パターンによる前記バランの不平衡側配線パターンは、前記平衡側
配線パターンよりも下面側に形成されていることを特徴とする請求項２に記載のモジュー
ル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ベースバンド信号をＲＦ信号に変調する変調回路部と、ＲＦ信号をベースバ
ンド信号に復調する復調回路部とを有するＩＣが実装された基板を備えるモジュールに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＬＴＣＣ（Low Temperature Co-fired Ceramic：低温同時焼結セラミック）基板
や多層樹脂基板などの基板表面にＩＣが実装され、基板内部にＩＣと接続されるバランや
フィルタなどの電気回路が設けられたモジュールが知られている（例えば、特許文献１参
照）。図４（ａ）に示すモジュール５００では、多層基板５０１の主面にＩＣ５０２や各
種実装部品５０３が実装され、多層基板５０１内部の所定領域にコイル５０４やコンデン
サ５０５、バラン５０６、フィルタ５０７など電気回路が設けられている。
【０００３】
　図４（ｂ）に示すように、バラン５０６は、多層基板５０１の層Ｌ０～層Ｌ１２に設け
られており、層Ｌ６～層Ｌ１２にその主要部が形成されている。すなわち、層Ｌ１０およ
び層Ｌ１１に、図示省略するアンテナ端子から入力されて所定のフィルタ処理などが施さ
れた不平衡な状態のＲＦ信号が入力される不平衡側配線パターン５０８が設けられ、層Ｌ
９に不平衡側配線パターン５０８と電磁結合してＩＣ５０２に平衡な状態に変換されたＲ
Ｆ信号を出力する平衡側配線パターン５０９が設けられてバラン５０５が形成されている
。
【０００４】
　不平衡側配線パターン５０８は、層Ｌ１０に設けられたコイルパターン５０８ａおよび
コイルパターン５０８ｂが、ビアホール内部に導体ペーストが充填された層間接続導体（
ビア導体）を介して層Ｌ１１に形成された配線パターンにより接続されて形成されている
。そして、コイルパターン５０８ａが、層Ｌ０～層Ｌ９に形成された層間接続導体５１０
ａを介して入力端子５１０と接続される。
【０００５】
　平衡側配線パターン５０９は、層Ｌ９に形成されたコイルパターン５０９ａおよびコイ
ルパターン５０９ｂにより形成されている。そして、コイルパターン５０９ａが、層Ｌ０
～層Ｌ８に形成された層間接続導体５１１ａを介して出力端子５１１に接続され、コイル
パターン５０９ｂが、層Ｌ０～層Ｌ８に形成された層間接続導体５１２ａを介して出力端
子５１２に接続されて、図４（ｃ）の等価回路で示されるバラン５０６が形成される。
【０００６】
　また、図４（ａ）に示すように、フィルタ５０７は、多層基板５０１の層Ｌ０～層Ｌ６
にバラン５０６に隣接して設けられており、フィルタ５０７により、アンテナ端子から入
力されるＲＦ信号に所定の信号処理が施される。なお、図４は従来のモジュール５００の
一例を示す図であって、（ａ）は断面図、（ｂ）はバラン５０７を形成する配線パターン
を説明するための図、（ｃ）はバラン５０６の等価回路を示す図である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－２４３５５９号公報（段落［００２５］～［００２７］、
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図１，７，８など）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、バラン５０６の平衡側配線パターン５０９から出力される平衡な状態のＲＦ
信号が出力端子５１１，５１２を介してＩＣ５０２に入力されるが、平衡側配線パターン
５０９と出力端子５１１，５１２とを電気的に接続する層間接続導体５１１ａ，５１２ａ
（接続配線）が形成されている層Ｌ０～層Ｌ８には、フィルタ５０７や各種電気回路５０
４，５０５が層間接続導体５１１ａ，５１２ａに隣接して設けられている。したがって、
フィルタ５０７や各種電気回路５０４，５０５を形成する配線パターンと層間接続導体５
１１ａ，５１２ａとが電磁結合することにより、アンテナ端子からフィルタ５０７や各種
電子回路５０４，５０５に流入したノイズ信号が層間接続導体５１１ａ，５１２ａに伝搬
してＩＣ５０２に流入し、ＩＣ５０２が流入したノイズ信号により誤動作するおそれがあ
った。
【０００９】
　この発明は、上記した課題に鑑みてなされたものであり、基板に実装されたＩＣにＲＦ
信号に含まれるノイズ信号が流入するのを防止することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記した目的を達成するために、本発明のモジュールは、ベースバンド信号をＲＦ信号
に変調する変調回路部と、ＲＦ信号をベースバンド信号に復調する復調回路部とを有する
ＩＣが実装された基板を備えるモジュールにおいて、前記基板は、上面側に前記ＩＣが配
置された第１の配線層と、前記第１の配線層の下面側に配置された第２の配線層と、前記
第１の配線層と前記第２の配線層との間に配置された絶縁体層とを含み、前記第１の配線
層には、ベースバンド信号用配線パターンが設けられ、前記第２の配線層には、ＲＦ信号
用配線パターンが設けられて、前記絶縁体層の一方の面には、ほぼ全面に渡る平板状の接
地電極パターンが設けられており、前記第２の配線層には、前記ＲＦ信号用配線パターン
により少なくともバランが形成され、前記バランを形成する前記ＲＦ信号用配線パターン
の少なくとも一部は、上面視で前記ＩＣのＲＦ端子と前記バランの平衡側端子とを電気的
に接続する接続配線を囲んで前記第２の配線層の上面側に形成されるとともに、整合回路
がさらに設けられ、前記整合回路は、上面視において前記バランを形成する前記ＲＦ信号
用配線パターンに囲まれて配置されており、前記ＲＦ端子と前記平衡側端子とは前記整合
回路を介して前記接続配線により接続されていることを特徴としている（請求項１）。
【００１１】
　また、前記第２の配線層の上面側に前記接続配線を囲んで形成される前記バランの前記
ＲＦ信号用配線パターンは、前記バランの平衡側配線パターンであるとよい（請求項２）
。
【００１２】
　また、前記ＲＦ信号用配線パターンによる前記バランの不平衡側配線パターンは、前記
平衡側配線パターンよりも下面側に形成されているのが望ましい（請求項３）。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１の発明によれば、ベースバンド信号をＲＦ信号に変調する変調回路部と、ＲＦ
信号をベースバンド信号に復調する復調回路部とを有するＩＣが基板の上面に実装されて
いるが、基板の上面側に配置された第１の配線層には、ベースバンド信号用配線パターン
が設けられ、基板の下面側に配置された第２の配線層には、ＲＦ信号用配線パターンが設
けられて、第１の配線層と第２の配線層との間に配置された絶縁体層の一方の面には、ほ
ぼ全面に渡る平板状の接地電極パターンが設けられている。したがって、絶縁体層の一方
の面に設けられた接地電極パターンが電磁シールドとして機能するため、第１の配線層に
設けられたベースバンド信号用配線パターンと、第２の配線層に設けられたＲＦ信号用配
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線パターンとが電磁結合して、ＲＦ信号用配線パターンを伝搬するＲＦ信号に含まれるノ
イズ信号がベースバンド信号用配線パターンに伝搬してＩＣに流入することを防止するこ
とができる。
【００１５】
　また、第２の配線層には、ＲＦ信号用配線パターンにより少なくともバランが形成され
、基板上面に実装されたＩＣのＲＦ端子とバランの平衡側端子とが接続配線により電気的
に接続されているが、バランを形成するＲＦ信号用配線パターンの少なくとも一部は、上
面視でＩＣとバランとの接続配線を囲んで第２の配線層の上面側に形成されているため、
接続配線を囲むバランの配線パターンが電磁シールドとして機能し、バランに隣接して第
２の配線層に設けられた各種電気回路、例えばフィルタ回路を形成するＲＦ信号用配線パ
ターンを伝搬するＲＦ信号に含まれるノイズ信号が、ＩＣとバランとの接続配線に伝搬す
るのを防止することができ、これにより、基板に実装されたＩＣにＲＦ信号に含まれるノ
イズ信号が流入するのを防止することができる。さらに、第２の配線層には、インピーダ
ンス整合や位相調整を行う整合回路がさらに設けられており、ＩＣのＲＦ端子とバランの
平衡側端子とは整合回路を介して接続配線により接続されているが、整合回路は、上面視
においてバランを形成するＲＦ信号用配線パターンに囲まれているため、整合回路を囲む
バランの配線パターンが電磁シールドとして機能し、ＩＣのＲＦ端子に直接接続される整
合回路にアンテナ端子を介して入力されるＲＦ信号に含まれるノイズ信号が伝搬してＩＣ
にノイズ信号が流入するのを防止することができる。
【００１６】
　請求項２の発明によれば、第２の配線層の上面側に接続配線を囲んで形成されるＲＦ信
号用配線パターンは、平衡な状態のＲＦ信号を基板上面に実装されたＩＣに出力するバラ
ンの出力側の平衡側配線パターンであるため、基板上面に実装されたＩＣに最も近い第２
の配線層の上面側に、ＩＣとバランとの接続配線を囲むように出力側の平衡側配線パター
ンを容易に形成することができるので実用的である。
【００１７】
　請求項３の発明によれば、ＲＦ信号用配線パターンによるバランの不平衡側配線パター
ンを、平衡側配線パターンよりも下面側に形成することで、不平衡側配線パターンに不平
衡な状態のＲＦ信号を入力する不平衡側のＲＦ信号用配線パターンと、ＩＣとバランとの
接続配線との距離を遠くして、接続配線を介してＩＣに不平衡側のＲＦ信号用配線パター
ンからノイズ信号が伝搬するのを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明のモジュールの一実施形態のブロック図である。
【図２】図１のモジュールの回路構成を示す図である。
【図３】図１のモジュールの平面図であって、（ａ）～（ｈ）はそれぞれ第２の配線層が
備える複数の層の平面図であり、（ｉ）は絶縁体層の平面図であり、（ｊ）は第１の配線
層の平面図である。
【図４】従来のモジュールの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明のモジュールの一実施形態について、図１～図３を参照して説明する。図１は本
発明のモジュールの一実施形態のブロック図である。図２は図１のモジュールの回路構成
を示す図である。図３は図１のモジュールの平面図であって、（ａ）～（ｈ）はそれぞれ
第２の配線層が備える複数の層の平面図であり、（ｉ）は絶縁体層の平面図であり、（ｊ
）は第１の配線層の平面図である。
【００２１】
　（構成）
　図１に示すように、モジュール１は、ベースバンド信号をＲＦ信号に変調する変調回路
部と、ＲＦ信号をベースバンド信号に復調する復調回路部とを有するＩＣ２が実装された
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基板３を備えており、無線ＬＡＮ規格やＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）規格の無線通信
機器（図示省略）のマザーボードＭＢに実装される。
【００２２】
　ＩＣ２は、無線通信機器において使用されるベースバンド信号を搬送波としてのＲＦ信
号に変調する機能と、受信した搬送波としてのＲＦ信号をベースバンド信号に復調する機
能とを有し、図１に示すブロック図では、アンテナ端子ＡＮＴを介して入力されたＲＦ信
号が、無線通信機器で使用されるベースバンド信号に復調される機能が図示されている。
【００２３】
　基板３は、複数のセラミックグリーンシートが積層、焼成されることにより形成されて
おり、上面側にＩＣ２が配置された第１の配線層４と、第１の配線層の下面側に配置され
た第２の配線層５と、第１の配線層４と第２の配線層５との間に配置された絶縁体層
６とを含んでいる。
【００２４】
　第１の配線層４には、ベースバンド信号を処理するためにベースバンド信号用配線パタ
ーンにより形成された種々のベースバンド信号用回路７が設けられている。そして、ベー
スバンド信号用回路７とマザーボードＭＢの信号ラインとは基板３に内蔵された配線電極
やビア導体などの接続配線８を介して接続される。第２の配線層５には、ＲＦ信号用配線
パターンにより形成されるバラン９やフィルタ回路１０、整合回路１１などの、ＲＦ信号
を処理するための種々のＲＦ信号用回路が設けられている。
【００２５】
　また、絶縁体層６の一方の面には、ほぼ全面に渡る平板状の接地電極パターンＧＮＤａ
が設けられている。なお、絶縁体層６に設けられた接地電極パターンＧＮＤａは、第１の
配線層４に設けられたベースバンド信号用回路７の接地電極として使用される。
【００２６】
　図２に示すように、フィルタ回路１０は、ハイパスフィルタ（ＨＰＦ）で構成されてお
り、コイルＬ１と片端が接地されたコンデンサＣ３とで構成されるＬＣ直列回路と、コイ
ルＬ２と片端が接地されたコンデンサＣ４とで構成されるＬＣ直列回路とをコンデンサＣ
１で接続することで形成される。
【００２７】
　バラン９は、それぞれＲＦ信号用配線パターンにより形成される平衡側配線パターン９
ａと不平衡側配線パターン９ｂとを有し、平衡側配線パターン９ａは、第２の配線層５の
上面側に形成され、不平衡側配線パターン９ｂは、平衡側配線パターン９ａよりも下面側
に形成される。また、平衡側配線パターン９ａは、コイルパターンＢＬ２とコイルパター
ンＢＬ３とにより形成され、不平衡側配線パターン９ｂは、コイルパターンＢＬ１とコン
デンサＣ５，Ｃ６とにより形成されている。なお、コンデンサＣ５，Ｃ６は、キャパシタ
ンスを調整してコイルパターンＢＬ１の線路長を調整するために設けられている。
【００２８】
　整合回路１１は、バラン９の平衡側端子Ｐ３，Ｐ４と、ＩＣ２のＲＦ端子ＴＸＡ，ＴＸ

Ｂとの間のインピーダンス整合や位相の調整を行うものであって、コイルＬ３，Ｌ４によ
り形成されている。そして、バラン９の平衡側端子Ｐ３とＩＣ２のＲＦ端子ＴＸＡとが整
合回路１１のコイルＬ３を介して接続配線１２により電気的に接続され、バラン９の平衡
側端子Ｐ４とＩＣ２のＲＦ端子ＴＸＢとが整合回路１１のコイルＬ４を介して接続配線１
３により電気的に接続される。
【００２９】
　なお、後で図３（ｅ）～（ｈ）を参照して説明するように、バラン９の平衡側配線パタ
ーン９ａを形成するコイルパターンＢＬ２，ＢＬ３および不平衡側配線パターン９ｂを形
成するコイルパターンＢＬ１は、整合回路１１を形成するコイルＬ３，Ｌ４と、ＩＣ２の
ＲＦ端子ＴＸＡ，ＴＸＢおよびバラン９の平衡側端子Ｐ３，Ｐ４を電気的に接続する接続
配線１２，１３とを、上面視において囲んで形成されている。
【００３０】
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　また、バラン９の平衡側配線パターン９ａを形成するコイルパターンＢＬ２，ＢＬ３そ
れぞれの一端に平衡側端子Ｐ３，Ｐ４が設けられ、他端には電源Ｖｄｄが接続されており
、これにより、接続配線１２，１３およびＲＦ端子ＴＸＡ，ＴＸＢを介してＩＣ２に電源
Ｖｄｄが供給される。
【００３１】
　（製造方法）
　次に、図１のモジュール１の製造方法の一例についてその概略を説明する。この実施形
態のモジュール１は、図３（ａ）～（ｈ）に示す第２の配線層５を形成する各層２０～２
７と、図３（ｉ）に示す絶縁体層６を形成する層２８と、図３（ｊ）に示す第１の配線層
４を形成する層２９とを成す複数枚のグリーンシートが層２０～層２９の順に積層されて
低温焼成されることにより形成された基板３の上面にＩＣ２が実装されることにより形成
される。なお、第１の配線層４は、複数枚のグリーンシートが積層されることにより内部
にベースバンド信号用回路７が設けられた多層構造であるが、この実施形態では、第１の
配線層４を形成する層２９についての詳細な説明は省略する。
【００３２】
　まず、所定形状に形成されたグリーンシートに、レーザなどでビアホールを形成し、内
部に導体ペーストを充填することにより層間接続用のビア孔（ビア導体）が形成され、Ａ
ｇやＣｕなどの導体ペーストにより所定のパターンが印刷されて、基板３の各層２０～２
９を形成するための複数枚のグリーンシートが準備される。なお、それぞれのグリーンシ
ートには、一度に大量の基板３を形成できるように、複数の配線パターンが設けられてい
る。
【００３３】
　図３（ａ）に示す層２０には、モジュール１をマザーボードＭＢに実装するための各種
入出力端子パターンが形成される（図示省略）。同図（ｂ）に示す層２１には、ほぼ全面
に渡る平板状の接地電極パターンＧＮＤｂが形成される。なお、層２１に形成された接地
電極パターンＧＮＤｂは、第２の配線層５に設けられたＲＦ信号用回路の接地電極として
使用される。
【００３４】
　図３（ｃ）に示す層２２には、フィルタ回路１０のコンデンサＣ３およびバラン９の不
平衡側配線パターン９ｂのコンデンサＣ５，Ｃ６の一方の電極を形成する電極パターンＣ
３ａ，Ｃ５ａ，Ｃ６ａが形成され、同図（ｄ）に示す層２３には、フィルタ回路１０のコ
ンデンサＣ４の一方の電極を形成する電極パターンＣ４ａが形成されており、電極パター
ンＣ３ａ，Ｃ４ａ，Ｃ５ａ，Ｃ６ａと、層２１の接地電極パターンＧＮＤｂとによりコン
デンサＣ３，Ｃ４，Ｃ５，Ｃ６が形成される。
【００３５】
　図３（ｅ）に示す層２４には、フィルタ回路１０のコンデンサＣ１の一方の電極を形成
する電極パターンＣ１ａと、コイルＬ１，Ｌ２を形成するコイルパターンＬ１ａ，Ｌ２ａ
と、整合回路１１のコイルＬ３，Ｌ４を形成するコイルパターンＬ３ａ，Ｌ４ａとが形成
されている。同図（ｆ）に示す層２５には、フィルタ回路１０のコンデンサＣ１の他方の
電極を形成する電極パターンＣ１ｂと、コイルＬ１，Ｌ２を形成するコイルパターンＬ１
ｂ，Ｌ２ｂと、バラン９の不平衡側配線パターン９ｂを形成するコイルパターンＢＬ１と
が形成されている。
【００３６】
　図３（ｇ）に示す層２６には、フィルタ回路１０のコンデンサＣ２の他方の電極を形成
する電極パターンＣ２ｂと、コイルＬ１，Ｌ２を形成するコイルパターンＬ１ｃ，Ｌ２ｃ
と、整合回路１１のコイルＬ３，Ｌ４を形成するコイルパターンＬ３ｂ，Ｌ４ｂとが形成
されている。同図（ｈ）に示す層２７には、フィルタ回路１０のコンデンサＣ２の一方の
電極を形成する電極パターンＣ２ａと、コイルＬ１，Ｌ２を形成するコイルパターンＬ１
ｄ，Ｌ２ｄと、整合回路１１のコイルＬ３，Ｌ４を形成するコイルパターンＬ３ｃ，Ｌ４
ｃと、バラン９の平衡側配線パターン９ａを形成するコイルパターンＢＬ２，ＢＬ３とが
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形成されている。
【００３７】
　図３（ｉ）に示す層２８には、ベースバンド信号用回路７用の接地電極パターンＧＮＤ
ａが形成されている。同図（ｊ）に示す層２９には、ＩＣ２を基板３に実装するための各
種入出力端子パターンが形成される（図示省略）。
【００３８】
　また、層２４のコイルパターンＬ１ａの●印と層２５のコイルパターンＬ１ｂの●印と
を電気的に接続するビア導体が形成され、層２５のコイルパターンＬ１ｂの×印と層２６
のコイルパターンＬ１ｃの×印とを電気的に接続するビア導体が形成され、層２６のコイ
ルパターンＬ１ｃの●印と層２７のコイルパターンＬ１ｄの●印とを電気的に接続するビ
ア導体が形成されることによりコイルＬ１が形成される。そして、層２７のコイルパター
ンＬ１ｄの一端（×印）および層２４に形成されたコンデンサＣ１の一方の電極パターン
Ｃ１ａの×印とアンテナ端子ＡＴＮを介してＲＦ信号が入力される入力端子Ｐ１とを電気
的に接続するビア導体が形成され、層２４のコイルパターンＬ１ａの一端（×印）と層２
２に形成されたコンデンサＣ３の一方の電極パターンＣ３ａの×印とを電気的に接続する
ビア導体が形成される。
【００３９】
　また、層２４のコイルパターンＬ２ａの●印と層２５のコイルパターンＬ２ｂの●印と
を電気的に接続するビア導体が形成され、層２５のコイルパターンＬ２ｂの×印と層２６
のコイルパターンＬ２ｃの×印とを電気的に接続するビア導体が形成され、層２６のコイ
ルパターンＬ２ｃの●印と層２７のコイルパターンＬ２ｄの●印とを電気的に接続するビ
ア導体が形成されることによりコイルＬ２が形成される。そして、層２７のコイルパター
ンＬ２ｄの一端（×印）と層２５に形成されたコンデンサＣ１の他方の電極パターンＣ１
ｂの×印とを電気的に接続するビア導体が形成され、層２４のコイルパターンＬ２ａの一
端（×印）と層２３に形成されたコンデンサＣ４の一方の電極パターンＣ４ａの×印とを
電気的に接続するビア導体が形成される。
【００４０】
　また、層２５に形成されたコンデンサＣ１の他方の電極パターンＣ１ｂの●印と層２７
に形成されたコンデンサＣ２の一方の電極パターンＣ２ａの●印と電気的に接続するビア
導体が形成される。また、層２６に形成されたコンデンサＣ２の他方の電極パターンＣ２
ｂに設けられたフィルタ回路１０の出力端子Ｐ２とバラン９の不平衡側配線パターン９ｂ
を形成する層２５のコイルパターンＢＬ１の●印とを電気的に接続するビア導体が形成さ
れる。
【００４１】
　また、層２５のコイルパターンＢＬ１の×印と層２２に形成されたコンデンサＣ５の一
方の電極パターンＣ５ａとを接続するビア導体が形成され、層２５のコイルパターンＢＬ
１の○印と層２２に形成されたコンデンサＣ６の一方の電極パターンＣ６ａの○印とを接
続するビア導体が形成される。
【００４２】
　また、層２４のコイルパターンＬ３ａの●印と層２６のコイルパターンＬ３ｂの●印と
を電気的に接続するビア導体が形成され、層２６のコイルパターンＬ３ｂの×印と層２７
のコイルパターンＬ３ｃの×印とを電気的に接続するビア導体が形成されることによりコ
イルＬ３が形成される。そして、層２７のコイルパターンＢＬ２の出力端子Ｐ３と層２４
のコイルパターンＬ３ａの×印とを接続するビア導体が形成され、層２７のコイルパター
ンＬ３ｃの一端（●印）とＩＣ２のＲＦ端子ＴＸＡとを接続するビア導体（接続配線１２
）が形成される。
【００４３】
　また、層２４のコイルパターンＬ４ａの●印と層２６のコイルパターンＬ４ｂの●印と
を電気的に接続するビア導体が形成され、層２６のコイルパターンＬ４ｂの×印と層２７
のコイルパターンＬ４ｃの×印とを電気的に接続するビア導体が形成されることによりコ
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イルＬ４が形成される。そして、層２７のコイルパターンＢＬ３の出力端子Ｐ４と層２４
のコイルパターンＬ４ａの×印とを接続するビア導体が形成され、層２７のコイルパター
ンＬ４ｃの一端（●印）とＩＣ２のＲＦ端子ＴＸＢとを接続するビア導体（接続配線１３
）が形成される。
【００４４】
　また、層２７のコイルパターンＢＬ２およびコイルパターンＢＬ３の接続位置（●印）
と電源ライン（Ｖｄｄ）とを接続するための給電路としてのビア導体が形成される。
【００４５】
　次に、各層２０～２９が積層されて積層体が形成される。そして、焼成後に個々の多層
基板２に分割するための半貫通孔がレーザなどにより個々の基板３の領域を囲むように形
成される。続いて、積層体が加圧されながら低温焼成されることにより基板３の集合体が
形成される。
【００４６】
　次に、個々の基板３に分割される前にＩＣ２やその他の実装部品が実装されて、各種部
品が実装された状態の基板３の集合体にディスペンサなどにより樹脂が塗布される。そし
て、樹脂がオーブンなど乾燥されて硬化された後に、前もって形成されている半貫通孔に
沿って個々のモジュールに分割されることによりモジュール１が完成する。
【００４７】
　以上のように、バラン９を形成するコイルパターンＢＬ１，ＢＬ２，ＢＬ３は、第２の
配線層５と絶縁体層６との境界近傍において、上面視で整合回路１１を形成するコイルＬ
３，Ｌ４および接続配線１２，１３を囲んで形成されている。
【００４８】
　なお、セラミックグリーンシートをさらに積層して第１の配線層４および第２の配線層
５を形成してもよく、第１の配線層４および第２の配線層５に電気回路をさらに設けても
よい。
【００４９】
　（動作）
　図１に示すモジュール１において、アンテナ端子ＡＮＴを介して入力端子Ｐ１に入力さ
れた搬送波としてのＲＦ信号は、フィルタ回路１０で所望の周波数の信号を通過させるフ
ィルタ処理をされる。そして、フィルタ回路１０によりフィルタ処理されたＲＦ信号は、
バラン９において、不平衡状態から平衡状態に変換されて、接続配線１２，１３を介して
ＩＣ２のＲＦ端子ＴＸＡ，ＴＸＢに入力される。
【００５０】
　ＩＣ２に入力されたＲＦ信号は、復調回路部によりベースバンド信号に復調されて、第
１の配線層４に設けられたベースバンド信号用回路７に入力される。そして、ベースバン
ド信号用回路７により種々の処理が施されたベースバンド信号は、接続配線８を介してマ
ザーボードＭＢに設けられた信号ラインに出力される。
【００５１】
　以上のように、上記した実施形態によれば、ベースバンド信号をＲＦ信号に変調する変
調回路部と、ＲＦ信号をベースバンド信号に復調する復調回路部とを有するＩＣ２が基板
３の上面に実装されているが、基板３の上面側に配置された第１の配線層４には、ベース
バンド信号用回路７が設けられ、基板３の下面側に配置された第２の配線層５には、バラ
ン９やフィルタ回路１０などのＲＦ信号用回路が設けられて、第１の配線層４と第２の配
線層５との間に配置された絶縁体層６の一方の面には、ほぼ全面に渡る平板状の接地電極
パターンＧＮＤａが設けられている。したがって、絶縁体層６の一方の面に設けられた接
地電極パターンＧＮＤａが電磁シールドとして機能するため、第１の配線層４に設けられ
たベースバンド信号用配線パターンと、第２の配線層５に設けられたＲＦ信号用配線パタ
ーンとが電磁結合して、ＲＦ信号用配線パターンを伝搬するＲＦ信号に含まれるノイズ信
号がベースバンド信号用配線パターンに伝搬してＩＣ２に流入するのを防止することがで
きる。
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【００５２】
　また、第２の配線層５には、ＲＦ信号用配線パターンによりバラン９が形成され、基板
３上面に実装されたＩＣ２のＲＦ端子ＴＸＡ，ＴＸＢとバラン９の平衡側端子Ｐ３，Ｐ４
とが接続配線１２，１３により電気的に接続されているが、バラン９を形成するコイルパ
ターンＢＬ１，ＢＬ２，ＢＬ３は、上面視でＩＣ２とバラン９との接続配線１２，１３を
囲んで第２の配線層５の上面側に形成されているため、接続配線１２，１３を囲むバラン
９のコイルパターンＢＬ１，ＢＬ２，ＢＬ３が電磁シールドとして機能し、バラン９に隣
接して第２の配線層５に設けられた各種電気回路、例えばフィルタ回路１０を形成するＲ
Ｆ信号用配線パターンを伝搬するＲＦ信号に含まれるノイズ信号が、ＩＣ２とバラン９と
の接続配線１２，１３に伝搬するのを防止することができ、これにより、基板３に実装さ
れたＩＣ２にＲＦ信号に含まれるノイズ信号が流入するのを防止することができる。
【００５３】
　また、基板３上面に実装されたＩＣ２に最も近い第２の配線層５の上面側に、平衡な状
態のＲＦ信号を基板３上面に実装されたＩＣ２に出力するバラン９の出力側の平衡側配線
パターン９ａを形成することにより、平衡側端子Ｐ３，Ｐ４とＩＣ２のＲＦ端子ＴＸＡ，
ＴＸＢとを接続する接続配線１２，１３を上面視で囲んで平衡側配線パターン９ａを容易
に形成することができるため実用的である。
【００５４】
　また、ＲＦ信号用配線パターンによるバラン９の不平衡側配線パターン９ｂを、平衡側
配線パターン９ａよりも下面側に形成することで、不平衡側配線パターン９ｂに不平衡な
状態のＲＦ信号を入力する不平衡側のＲＦ信号用配線パターンと、ＩＣ２とバラン９との
接続配線１２，１３との距離を遠くして、接続配線１２，１３に不平衡側のＲＦ信号用配
線パターンからノイズ信号が伝搬するのを抑制することができる。
【００５５】
　また、第２の配線層５には、インピーダンス整合や位相調整を行う整合回路１１が設け
られて、ＩＣ２のＲＦ端子ＴＸＡ，ＴＸＢとバラン９の平衡側端子Ｐ３，Ｐ４とは整合回
路１１を介して接続配線１２，１３により接続されているが、整合回路１１は、上面視に
おいてバラン９を形成するコイルパターンＢＬ１，ＢＬ２，ＢＬ３に囲まれているため、
整合回路１１を囲むバラン９の配線パターンが電磁シールドとして機能し、ＩＣ２のＲＦ
端子ＴＸＡ，ＴＸＢに直接接続される整合回路１１にフィルタ回路１０などで処理される
ＲＦ信号に含まれるノイズ信号が伝搬してＩＣ２にノイズ信号が流入するのを防止するこ
とができる。
【００５６】
　なお、本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない限
りにおいて、上記したもの以外に種々の変更を行なうことが可能であり、ＩＣ２のＲＦ端
子ＴＸＡ，ＴＸＢとバラン９の平衡側端子Ｐ３，Ｐ４との接続配線１２，１３が、バラン
９を形成するＲＦ信号用配線パターンの少なくとも一部により囲まれていればよい。
【００５７】
　また、上記した実施形態では、アンテナ端子ＡＮＴを介して入力されたＲＦ信号をベー
スバンド信号に復調する機能について説明したが、無線通信機器において処理されるベー
スバンド信号をＲＦ信号に変調したものを出力するときにも上記したようにバラン９を構
成するとよい。また、上記した実施形態では、セラミック多層基板を例に挙げて説明した
が、基板３を樹脂基板やプリント基板などの多層基板により形成してもよい。
【００５８】
　そして、本発明は、ベースバンド信号をＲＦ信号に変調する変調回路部と、ＲＦ信号を
ベースバンド信号に復調する復調回路部とを有するＩＣが実装された基板を備える種々の
モジュールに適用することができる。
【符号の説明】
【００５９】
　１　　モジュール
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　２　　ＩＣ
　３　　基板
　４　　第１の配線層
　５　　第２の配線層
　６　　絶縁体層
　９　　バラン
　９ａ　　平衡側配線パターン
　９ｂ　　不平衡側配線パターン
　１１　　整合回路
　１２，１３　　接続配線
　ＧＮＤａ　　接地電極パターン
　Ｐ３，Ｐ４　　平衡側端子
　ＴＸＡ、ＴＸＢ　　ＲＦ端子

【図１】 【図２】
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